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Polovodice patria medzi klG¢ové technolégie sicasnosti. Su zékladom digitalnych zariadent,
priemyslu, energetiky, zdravotnictva, mobility, obrany aj modernych komunikacnych systémov. Ich

vyznam preto presahuje technologicku oblast a ma priamy dosah na konkurencieschopnost,
bezpeénost a odolnost eurépskej ekonomiky.

Eurépska unia v reakcii na rastuci strategicky vyznam polovodicov posilfiuje svoje aktivity v tejto
oblasti prostrednictvom European Chips Act a iniciativy Chips Joint Undertaking (Chips JU).
Cielom je podporit vyskum, inovacie, rozvoj vyrobnych a navrhovych kapacit, ako aj lepsie
prepojenie vyskumu s priemyselnou praxou.

V rémci iniciativy Chips for Europe vznikaju nové eurdpske infrastruktury, ktoré maju spristupnit
pokrocilé technoldgie SirSiemu okruhu pouZivatelov.

Patria sem najma:
¢ pilotné linky Chips JU,
¢ eurdpska dizajnova platforma EuroCDP,
e siet kompetencénych centier,
* a d'alSie podporné nastroje pre rozvoj zruénosti, ndvrhu, prototypovania a testovania.

Tieto iniciativy majd spolo¢ny ciel:
* posilnit technologickd suverenitu Eurépy,
e znizit zavislost od mimoeurdpskych kapacit,
e urychlit prenos vysledkov vyskumu do praxe,
* podporit inovéacie v priemysle, vyskume a akademickej sfére.

Pre Slovensku republiku je v tomto procese dblezitym narodnym partnerom Slovenské €ipové
kompetenéné centrum (SK CHIPS Competence Centre). Jeho dlohou je prepajat slovenské firmy,
start-upy, vyskumné organizacie a univerzity s eurépskym polovodi¢ovym ekosystémom a pomahat
im pri vyuzivani dostupnych sluzieb, expertizy a infrastruktuar.
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Prehl'ad eurépskej infrastruktiry

Iniciativa

NanolC

FAMES

APECS

WBG Pilot Line

PIXEurope

EuroCDP (Design
Platform)
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Hlavné zameranie

NajpokrocilejSie
Cipy (sub-2 nm)

Energeticky
efektivne
polovodice

Advanced
packaging &
chiplet integracia

Vykonova
elektronika (SiC,
GaN)

Fotonickeé Cipy
(PICs)

Navrh Cipov (end-
to-end)

Klacové
technolégie

Nanosheet
tranzistory, CFET,
high-NA EUV, 3D
integracia

FD-SOI (10 nm, 7
nm), eNVM

(MRAM, FeRAM),
RF, 3D integracia

2.5D/3D
integracia,
chiplets, fotonika,
RF, STCO

Wide-bandgap
materialy, RF,
MEMS

Photonic ICs,
opticka
komunikacia,
senzory

EDA nastroje, IP,
MPW,
prototypovanie

Pre koho je
urcena

Velké firmy,
vyskum, deep-
tech start-upy

Priemysel, MSP,
vyskum

Firmy, start-upy,
vyskum

Energetika,
automotive,
priemysel

Telekom, Al,
vyskum, start-upy

Fabless firmy,
start-upy,
univerzity

Typ vyutZitia / Use-
case

Vyvoj cutting-edge
Cipov, testovanie
novych
technologii pred
komercializaciou

Vyvoj uspornych
Cipov pre
automotive, loT,
edge Al

Integracia
komplexnych
systémoyv,
zvySenie vykonu
bez zmeny node

Vyvoj vykonovych
Cipov pre
elektromobilitu,
obnovitelhé zdroje

Vysokorychlostny
prenos dat,
sensing, kvantové
technoldgie

Navrh Cipu od
konceptu po
prototyp bez
vlastnej
infrastruktary
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NanolC Pilot Line tmec

EUROPSKA INFRASTRUKTURA PRE VYVOJ SYSTEMOVYCH CIPOV POD 2 NM

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA KDE SA NANOIC NACHADZA

NanolC je jedna z kl'd¢ovych pilotnych liniek Hlavnym hostitelom pilotnej linky je imec v
iniciativy Chips Joint Undertaking, zamerana Leuvene v Belgicku, kde sa nachadza

na vyvoj a prototypovanie najpokrocilejSich centralna infrastruktdra NanolC. V roku
polovodic¢ovych technoldgir. 2026 bola pilotna linka oficialne

inaugurovana na kampuse imec.
Jej hlavnym cielom je umoznit vyvoj

systémovych &ipov (system-on-chip) pre NanolC zaroven funguje ako distribuovana
technologické uzly pod 2 nm — teda na europska infrastruktura, do ktorej su
absoldtnej hranici sicasnych zapojené:
technologickych moznosti. e CEA-Leti (Francuzsko)
¢ Fraunhofer (Nemecko)

Pilotna linka predstavuje prostredie, kde je * VTT (Finsko)
mozné: * Tyndall National Institute (irsko)

* testovat nové technoldgie e CSSNT-UPB / University Politehnica of

¢ validovat ich funk&nost Bucharest (Rumunsko)

e optimalizovat ich pred komercializaciou
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NanolC

KLUCOVE TECHNOLOGICKE OBLASTI

Pokrocilé tranzistory
* nanosheet tranzistory (N2, A14)
* CFET (sub-2 nm generéacie)
* optimalizacia vykonu a spotreby

Pamatové technolégie
¢ embedded DRAM (eDRAM)
e SOT-MRAM
e 3D pamatové struktary

Litografia a vyrobné procesy
* high-NA EUV litografia
* procesy pre 300 mm wafery

Prepojenia a integracia

* hybrid bonding

* wafer-to-wafer integrécia
* optické interconnecty

VYZNAM PRE EUROPU

NanolC je strategickou investiciou do buduicnosti
europskeho polovodi¢ového priemyslu. Posilfiuje
schopnost Eurdpy vyvijat vlastné najpokrocilejsie
Cipy a znizuje zavislost od externych

technologickych kapacit.

Pilotna linka prispieva k:
e posilneniu technologickej suverenity Eurépy
* prepojeniu vyskumu s priemyselnym vyuzitim
¢ zrychleniu zavadzania novych polovodi¢ovych
technoldégii
e podpore eurépskej konkurencieschopnosti v
strategickych odvetviach

Vyznam ma najmaé pre oblasti ako:
e umela inteligencia
* mobilita
» energetika
e zdravotnictvo
e budlce vypoctové a komunikaéné systémy

SK-=CHIPS

Competence Centre

PRE KOHO JE NANOIC URCENA

Pilotna linka je otvorena Sirokému spektru
pouzivatelov:

Priemysel
e polovodicové firmy (IDM, fabless)
* technologické spolo¢nosti

Vyskum a akademicka sféra
* univerzity
* vyskumné organizacie
* technologické centra

Start-upy a MSP
* deep-tech firmy
* inovativne malé a stredné podniky
* firmy vyvijajdce rieSenia pre Al, mobilitu,
health-tech ¢&i priemyselné aplikacie

NanolC ponuka nizkoprahovy pristup k
Spickovej infrastrukture, ktora by pre mnohych
pouzivatelov bola samostatne finan¢ne aj
technologicky nedostupna.



FAMES Pilot Line

FD-SOI A POKROCILE PAMATE PRE ENERGETICKY EFEKTIVNE POLOVODICE

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

FAMES (Flexible and Advanced
Manufacturing for Energy-efficient
Semiconductors) je pilotna linka iniciativy
Chips Joint Undertaking zamerana na vyvoj
vysokovykonnych, energeticky efektivnych
a udrzatelnych polovodic¢ovych technolagii.

KId€ovym zameranim pilotnej linky su:
* technolégie FD-SOI (Fully Depleted
Silicon-On-Insulator)
¢ technologické uzly 10 nm a7 nm
* integréacia vstavanych nevolatilnych
paméti (eNVM)

Jednou z hlavnych charakteristik FAMES je
déraz na environmentélnu udrzatelnost:
* vyuzivanie recyklovatelnych materidlov
* optimalizacia vyrobnych procesov
* znizovanie energetickej naro¢nosti

¥ GCo-fanded by
the Eurapean Uinka

hips;y

KDE SA FAMES NACHADZA

FAMES je distribuovana eurépska pilotna
linka, ktora prepaja Siroké konzorcium
poprednych vyskumnych organizacii a

technologickych partnerov naprie¢ Eurépou.

Styri hlavné hosting sites tvoria:
e CEA-Leti (Francizsko)
e Tyndall National Institute (irsko)
e VTT (Finsko)
¢ Silicon Austria Labs (Rakuisko)

Do sirSieho konzorcia patria aj:

imec (Belgicko)

Fraunhofer (Nemecko)

CEZAMAT WUT (Pol'sko)
UCLouvain (Belgicko)

SINANO Institute (Francuzsko)
Grenoble INP-UGA (Francuzsko)

* University of Granada (Spanielsko)

‘mmec

FAMES Pilot Line
Consortium

Tyndall |

B UCLouvain

-
=4 Fraunhofer
e M

== SAL
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fames-pilot-line.eu
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FAMES

greener electronics
FD-SOI - NVM - 3D - RF + PMIC - =

KLUCOVE TECHNOLOGICKE OBLASTI  PRE KOHO JE FAMES URCENA

FD-SOI technolégie Pilotna linka je ur€ena najma pre subjekty,

Vyvoj a testovanie FD-SOI rieSenina10 nm a7 ktoré chcu vyvijat, testovat a overovat

nm technologickych uzloch. pokrocilé polovodicové technoldgie:

Pokrocilé vstavané pamate Priemysel

Integracia embedded non-volatile memories, ¢ velké podniky a vyrobcovia polovodi¢ov

najma OxRAM, FeRAM, MRAM a FeFETs. ¢ firmy z oblasti automotive, telekomunikacii,
zdravotnictva a priemyslu

RF komponenty ¢ dodavatelia technoldgii, materidlov a

Vyvoj radiofrekvencnych prvkov, ako su navrhovych rieseni

switche, filtre, kondenzatory a cirkulatory.
MSP a start-upy

3D integracia * malé a stredné podniky bez vlastnej

Heterogénna a sekvencnd 3D integracia pre pokrocilej infrastruktdary

komplexnejsie a vykonnejsie €ipové rieSenia. * start-upy vyvijajuce nové €ipové alebo
systémové rieSenia

Napajacie rieSenia e firmy, ktoré chcu otestovat technolégiu

Malé induktory pre DC-DC menice a Power pred priemyselnym nasadenim

Management Integrated Circuits (PMIC).
Akademicka a vyskumna sféra

Udrzatelnost a eko-dizajn ® univerzity a akademické pracoviska
Déraz na environmentalne udrzatelné procesy ¢ vyskumno-technologické organizacie
a navrhové pristupy. * timy zamerané na aplikovany vyskum a

transfer technolégii do praxe

VYZNAM PRE EUROPU

FAMES ma dblezity vyznam pre eurdpsku
technologicku suverenitu v polovodi¢och. Posilfuje
domace kapacity v oblasti pokroc¢ilych vyrobnych
technolégii a spristupnuje ich SirSiemu ekosystému
pouZivatelov.

Projekt prispieva k:

» rozvoju novych €ipovych architektur

« vyrobe vykonnejsich a energeticky Uspornejsich
¢ipov

» podpore strategickych oblasti ako 5G/6G, edge
Al, senzory, wearables, trusted chips, quantum a
cryoCMOS

¢ znizovaniu environmentalneho dopadu
polovodic¢ovej vyroby

SK-=CHIPS
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APECS Pilot Line 2 Fraunhofer

POKROCILE BALENIE A HETEROGENNA INTEGRACIA PRE ELEKTRONICKE

KOMPONENTY A SYSTEMY

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

APECS (Advanced Packaging and
Heterogenous Integration for Electronic
Components and Systems) je pilotna linka
iniciativy Chips JU zamerana na advanced
packaging, heterogénnu integraciu a
chipletové technoldgie. Jej cielom je prepojit
vyskum, névrh, integréaciu, testovanie a pilotnu
vyrobu do jednej eurdpskej infrastruktary.

Pilotna linka pomaha prenasat nové riesenia z

vyskumu do praxe rychlejSie a s niz§im rizikom.

Zameriava sa na robustné, spolahlivé a
doéveryhodné heterogénne systémy novej
generacie

SK-=CHIPS
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KDE SA APECS NACHADZA

APECS je distribuovana eurdépska pilotna linka
koordinovana spoloénostou Fraunhofer-
Gesellschaft prostrednictvom siete Research
Fab Microelectronics Germany (FMD).
Konzorcium tvoria partneri z Nemecka,
Francuzska, Belgicka, Finska, Rakuska, Grécka,
Spanielska a Portugalska.

Medzi hlavné organizacie patria:
¢ Fraunhofer-Gesellschaft / FMD
e FBH
e |HP
o CEA-Leti
* imec
o VTT
e TU Graz
e FORTH
¢ IMB-CNM, CSIC
e |INL

oo

ud



< APECS

KLUCOVE TECHNOLOGICKE OBLASTI

2.5D a 3D heterogénna integracia
Prepajanie roznych Cipov a komponentov do
jedného funk&ného systému.

Advanced packaging
Pokrocilé puzdrenie a montaz Cipov pre vyssi
vykon, spolahlivost a efektivitu.

Chipletové technolégie
Navrh, integréacia a validacia chipletov pre
komplexné elektronické systémy.

CMOS a llI-V technolégie
Spéjanie roznych materidlovych a
technologickych platforiem pre nové aplikacie.

RF, fotonika a senzory
Integracia rieSeni pre komunika¢né, fotonické a
senzorové systémy.

Navrh, testovanie a spolahlivost
Charakterizacia, overovanie, reliability metodiky
a kontrola kvality.

System-Technology Co-Optimization (STCO)
Optimalizacia systému a technoldgie si¢asne
pre lepsi vykon a vyrobitelnost.

Udrzatelnost a zelenda vyroba
Déraz na udrzatelnost, cirkularitu a nizsi
environmentalny dopad.

SK-=CHIPS
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PRE KOHO JE APECS URCENA

Pilotna linka je urena najma pre subjekty, ktoré
chcu vyvijat, testovat a overovat pokrocilé
rieSenia v oblasti advanced packaging,
heterogénnej integracie a chipletovych
technologii.

Priemysel
* velké podniky a vyrobcovia polovodi¢ov
¢ firmy z oblasti automotive, telekomunikacii,
zdravotnictva a priemyslu
e dodavatelia technoldgii, materidlov a
navrhovych rieseni

MSP a start-upy
* malé a stredné podniky bez vlastnej
pokrocilej infrastruktdry
* start-upy vyvijajuce nové Cipletové,
senzorové alebo systémové rieSenia
* firmy, ktoré chcu otestovat technolégiu pred
priemyselnym nasadenim

Akademicka a vyskumna sféra
* univerzity a akademické pracoviska
¢ vyskumno-technologické organizacie
* timy zamerané na aplikovany vyskum a
transfer technoldégii do praxe

VYZNAM PRE EUROPU

APECS reaguje na rastuci vyznam pokrocilého
puzdrenia (advanced packaging) a chipletovych
architektdr v globalnom polovodi€ovom priemysle.

Projekt prispieva k:

* posilneniu eurdpskej pozicie v oblasti systémovej
integracie

* rozvoju technolégii pre Al, komunikacie, automotive
a zdravotnictvo

* znizeniu zavislosti od mimoeurépskych dodavatelov
v oblasti advanced packaging

* podpore inovacii v segmente high-value electronics



WBG Pilot Line

National Research
Council of taly
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SIROKOPASMOVE MATERIALY PRE VYKONOVU ELEKTRONIKU

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

WBG Pilot Line je jedna z pilotnych liniek
iniciativy Chips Joint Undertaking (Chips JU) v
ramci Chips for Europe Initiative. Zameriava sa
na vyvoj a industrializaciu polovodi¢ovych
technoldgii zalozenych na wide-bandgap
(WBG) materialoch, najma:

¢ SiC (karbid kremika)
* GaN (nitrid gélia)

Pilotna linka podporuje najma aplikacie v
oblastiach:

* vykonova elektronika

¢ radiofrekvenéna elektronika

¢ elektromobilita

* obnovitelné zdroje energie

* priemyselné riadenie

¢ telekomunikacie a vesmirne aplikacie

Jej cielom je:
e prepojit existujlice eurépske kapacity
* podporit vyvoj a testovanie WBG
technologii
¢ urychlit prenos vysledkov z vyskumu do
priemyselnej praxe

SK-=CHIPS
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KDE SA WBG PL NACHADZA

WBG Pilot Line je distribuovana eurépska pilotna
linka, ktora prepdja silne prepojené
infrastruktdrne uzly naprie¢ Eurépou. Pilotna
linka pésobi vo Finsku, Taliansku, Pol'sku,
Svédsku, Francuzsku, Rakisku a Nemecku a
spéja vyskumné a technologické kapacity v
oblasti wide-bandgap polovodi¢ov. Konzorcium
je koordinované CNR a tvori ho 15 vyskumno-
technologickych organizéacii zo 7 eurépskych
krajin.

Medzi kl'd€ovych partnerov patria najma:
* CNR - National Research Council of Italy
* Fondazione Bruno Kessler (FBK)

* Lund University

* Linkdéping University

* Chalmers University of Technology
e KTH Royal Institute of Technology
* Tampere University / SIPFAB

e |HPP PAS

* tukasiewicz-IMiF

¢ Silicon Austria Labs (SAL)

* Fraunhofer IISB

e CEA-Leti

@ MM  CHIP4POWER
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Wide
Band
Gap

future power electronics

KLUCOVE TECHNOLOGICKE OBLASTI

SiC technolégie
Vyvoj polovodi€¢ovych rieSeni na baze karbidu
kremika pre vykonové aplikacie.

GaN technolégie
Vyvoj technolégii na baze nitridu gélia pre
vykonovu a radiofrekvenénu elektroniku.

Vykonova elektronika

RieSenia pre aplikacie s vysokym napatim,
vysokou Géinnostou a narocnymi
prevadzkovymi podmienkami.

RF elektronika

Technoldégie pre vysokofrekvencné aplikacie v
komunikaciach, radarovych a d'alSich
pokrocilych systémoch.

Ultra-WBG a nové materialy

Skdmanie pokrocilych wide-bandgap a ultra-
wide-bandgap materidlov pre budtce
generécie suciastok.

MEMS a nové zariadenia
Vyvoj novych MEMS rieSeni zalozenych na WBG
a ultra-WBG technolégiach.

Pilotna vyroba a procesy

Prepojenie vyskumu s pilotnou vyrobou a
overovanim technolégii pre priemyselné
vyuzitie.

SK-=CHIPS
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PRE KOHO JE WBG URCENA

Pilotna linka je ur€ena najma pre subjekty,
ktoré chcu vyvijat, testovat a overovat wide-
bandgap polovodi¢ové technoldégie pre
vykonové a radiofrekvencné aplikacie.

Priemysel

* velké podniky a vyrobcovia polovodi¢ov

* firmy z oblasti vykonovej elektroniky, RF
technolaogii, elektromobility, energetiky a
priemyselnych aplikacii

e spolo¢nosti, ktoré chcu overovat a
zavadzat WBG technoldgie do priemyselnej
praxe

MSP a start-upy
* malé a stredné podniky bez vlastnej
pokrocilej infrastruktdry
* start-upy vyvijajuice nové vykonové, RF
alebo WBG rieSenia
e firmy, ktoré chcu otestovat technoldogiu
pred priemyselnym nasadenim

Akademicka a vyskumna sféra
* univerzity a akademické pracoviska
¢ vyskumno-technologické organizacie
* timy zamerané na aplikovany vyskum a
transfer technolégii do praxe

VYZNAM PRE EUROPU

Projekt prispieva k:

» posilneniu strategickej autonémie Eurépy v
polovodi¢ovych technoldgiach

e rozvoju SiC a GaN rieSeni pre energetiku,
mobilitu, priemysel a telekomunikacie

 posilneniu eurépskeho hodnotového retazca
od vyskumu po pilotnd vyrobu

» rychlejSiemu zavadzaniu pokrocilych WBG
technolégii do priemyselnej praxe



PIXEurope Pilot Line |CFO°

SIROKOPASMOVE MATERIALY PRE VYKONOVU ELEKTRONIKU

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

PIXEurope je pilotna linka iniciativy Chips Joint
Undertaking (Chips JU) zamerané na fotonické

integrované obvody (Photonic Integrated
Circuits — PICs).

Jej cielom je urychlit vyvoj fotonickych &ipov,
ktoré vyuzivaju svetlo namiesto elektrénov na
prenos, spracovanie a detekciu signalov.
Pilotna linka pokryva cely retazec od néavrhu
cez vyrobu a integréaciu az po testovanie,
spolahlivost a balenie.

PIXEurope sa sustred’uje na technologie
dolezité pre vysokorychlostnd komunikaciu,
datové prenosy, senzory, zobrazovanie,
kvantové technolégie a energeticky efektivne
vypocty. Ciefom projektu je vybudovat
otvorenu eurépsku platformu, ktora urychli
prenos fotonickych inovécii z vyskumu do
praxe.

Photenic Packaging
Pilot Line

" PIXAPP

Gateway, Tyndall o«
Cork, Ireland
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KDE SA PIXEUROPE NACHADZA

PIXEurope je distribuovana eurépska pilotna
linka, ktora prepéja vyskumné a technologické
pracoviska naprie¢ Eurépou. Konzorcium tvori
20 partnerov z 11 eurépskych krajin — z Rakuska,
Belgicka, Finska, Franclzska, Irska, Talianska,
Pol'ska, Portugalska, Spanielska, Holandska a
Spojeného kralovstva. Pilotna linka prepaéja
Specializované kapacity v oblasti fotonickych
integrovanych obvodov (PICs), od néavrhu a
vyroby az po integréaciu, testovanie a balenie.

Medzi kl'd€ovych partnerov patria najma:
® |CFO - Institute of Photonic Sciences -
koordinator
* imec
e CEA-Leti
e VTT Technical Research Centre of Finland
¢ Tyndall National Institute
e PHIX
® VLC Photonics
e CSEM
e LioniX International
* University of Twente
e |-V Lab
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KLUCOVE TECHNOLOGICKE OBLASTI

Fotonické integrované obvody (PICs)
Vyvoj pokrocilych fotonickych €ipov, ktoré
vyuzivaju svetlo na prenos, spracovanie a
detekciu signélov.

Navrh a prototypovanie

Podpora navrhu a vytvarania optimalizovaného
prototypového retazca pre rychlejsi vyvoj
novych rieseni.

Vyroba a integracia
Prepojenie vyroby fotonickych ¢ipov s ich
integraciou do funkénych systémov a aplikacii.

Testovanie a spol'ahlivost
Overovanie funk&nosti, kvality a spolahlivosti
fotonickych rieSeni pre praktické vyuzitie.

Skalovatelna vyroba
Zameranie na urychlenie vyvoja produktov a
podporu ich §kalovatelnej vyroby.

VYZNAM PRE EUROPU

Projekt prispieva k:

* posilneniu technologickej suverenity Eurépy

* rozvoju energeticky efektivnych a udrzatelnych
Cipov

* rychlejSiemu prenosu inovacii z vyskumu do
priemyslu

« podpore klticovych sektorov, ako si automotive,
telekomunikacie, edge Al a zdravotnictvo

* rozvoju ekologickejsich vyrobnych a navrhovych
pristupov

SK-=CHIPS
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P3¢ Europe

PRE KOHO JE PIXEUROPE URCENA

Pilotna linka je ur€ena najma pre subjekty,
ktoré chcu vyvijat, testovat a overovat
pokrocilé polovodi¢ové technoldgie.

Priemysel

* velké podniky a vyrobcovia polovodi¢ov

e fabless firmy, foundries a integrovani
vyrobcovia suciastok

* dodavatelia materidlov, nastrojov a
navrhovych rieSeni

e firmy, ktoré chcu vyuzit PDK, MPW,
testovanie a pilotné vyrobné kapacity

MSP a start-upy
* malé a stredné podniky bez vlastnej
pokrocilej infrastruktdry
* start-upy vyvijajice nové Cipové alebo
systémové riesenia
e firmy, ktoré chcu otestovat technoldgiu
pred priemyselnym nasadenim

Akademicka a vyskumna sféra
* univerzity a akademické pracoviska
* vyskumné centra a vyskumno-
technologické organizacie
* timy zamerané na aplikovany vyskum a
transfer technolégii do praxe



“mmec

EuroCDP Design Platform

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA KDE SA EUROCDP NACHADZA

EuroCDP (European Chips Design Platform) je ~ EuroCDP je distribuovana eurépska platforma,
eurdépska cloudova navrhova platforma ktora funguje ako virtualne cloudové prostredie
budovana s ciefom urychlit inovacie v oblasti a prepdja siet poprednych eurépskych

navrhu Cipov v Eurdpe. vyskumnych a inovaénych organizacii.

Koordinatorom je imec a platforma je
Je navrhnuta ako one-stop platform pre start-  realizovana prostrednictvom silnej eurépske;j

upy, MSP, vyskumné timy a d'alSich fabless siete partnerov vratane:

inovatorov, ktorym ma poskytovat pristup ku

vSetkému potrebnému na névrh a uvedenie ¢ AGH University of Science and Technology,
mikroc¢ipov do praxe — od navrhovych o CEA,

nastrojov a IP az po prototypovanie, vyrobu, * Fondazione Chips-IT,

packaging, testovanie, Skolenia, financovanie a e CSIC,

Specializované programy pre start-upy. e CVUT,

Platforma ma pomahat pouzivatelom * Fraunhofer-Gesellschaft,

rychlejsie prejst od konceptu k funkénému e [HP,

Cipu. e INL, S

¢ ilicon Austria Labs,
* Tampere University
¢ Eindhoven University of Technology.
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EuroCDP

KLUCOVE TECHNOLOGICKE OBLASTI

Navrhové nastroje a expertiza
Pristup k pokro€ilym néstrojom na névrh €ipov
a odbornej podpore pri vyvoji rieSeni.

IP a navrhova infrastruktura
Spristupnenie IP a d'alSich zdrojov potrebnych
pre navrh a validaciu Cipov.

Pristup k vyrobe cez MPW runs
MozZnost prototypovania a vyroby
prostrednictvom multi-project wafer behov.

Skolenia a rozvoj zruénosti
Podpora vzdeladvania, tréningov a rozvoja
kompetencii v oblasti chip designu.

Prepojenie na packaging, testovanie a
uvedenie na trh

Podpora celého procesu od navrhu az po
funk&ny €ip pripraveny na dalSie vyuzitie alebo
trhové nasadenie

VYZNAM PRE EUROPU

EuroCDP reaguje na to, Ze Eurépa dnes zaostava v
oblasti ndvrhu Cipov: podla stranky platformy ma
Eurépa priblizne 7 % podiel na ndvrhu Cipov a v
rychlo rasticom fabless segmente menej ako 1%
globalneho trhu. Platforma preto ma posilnit
europsku suverenitu, inovaénu kapacitu a
konkurencieschopnost tym, ze spristupni navrh Cipov
SirSiemu okruhu eurépskych inovatorov a pomdoze
budovat odolny a konkurencieschopny polovoditovy
ekosystém.

SK-=CHIPS
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PRE KOHO JE EUROCDP URCENA

Design Platform je ur€ena najma pre subjekty,
ktoré chcu navrhovat a uvadzat na trh
polovodi¢ové rieSenia bez potreby vlastnej
rozsiahlej navrhovej infrastruktury. Platforma je
zamerana na start-upy, MSP, vyskumné timy a
d'alsich fabless inovatorov. Sluzit ma
organizaciam z &lenskych statov EU a krajin
zapojenych do Chips Joint Undertaking, pricom
prvé sluzby sa o¢akavaju od zaciatku roka
2026.

Priemysel

¢ fabless firmy a technologické podniky
navrhujlce vlastné Cipy

* spolocnosti, ktoré chcu urychlit cestu od
konceptu k funkénému €ipu

¢ firmy hl'adajice pristup k ndvrhovym
nastrojom, expertize, prototypovaniu a
vyrobe

MSP a start-upy

* malé a stredné podniky bez vlastnej
pokrocilej ndvrhovej infrastruktdry

* start-upy vyvijajuce nové polovodicové
rieSenia

e firmy, ktoré potrebujud znizit bariéry vstupu
do chip designu a zrychlit uvedenie
produktu na trh

Akademicka a vyskumna sféra
* vyskumné timy a univerzitné pracoviska
¢ vyskumno-inova&né organizacie
* subjekty zamerané na navrh Cipov,
prototypovanie a transfer technoldgii do
praxe



Ako sa zapojit a nadviazat kontakt

ODPORUCANY POSTUP PRE ZAUJEMCOV

Zaujemca o vyuzitie pilotnych liniek Chips JU alebo dizajnovej platformy EuroCDP ma dve
zékladné moznosti.

* Prvou je obrétit sa na Slovenské Gipové kompetencné centrum (SK CHIPS Competence
Centre), ktoré funguje ako narodny vstupny bod a pomaha slovenskym subjektom
zorientovat sa v dostupnych eurépskych sluzbach a infrastruktdrach.

e Druhou moznostou je kontaktovat priamo konkrétnu pilotnd linku alebo dizajnovi platformu
prostrednictvom otvorenych vyziev, kontaktnych formuléarov alebo pristupovych kanalov,
ktoré jednotlivé iniciativy zverejfiujd na svojich webovych strankach.

Pre slovenské firmy, start-upy, vyskumné organizacie a univerzity je spravidla najvhodnejsie

zaCat prave cez SK CHIPS, ktoré méze pomdct s prvotnou orientéaciou, identifikdciou vhodnej
infrastruktdry a odporu¢enim d'alSieho postupu.

1. UJASNIT SI POTREBU A CIEL. PROJEKTU

Najskor je potrebné jasne pomenovat, o aky typ podpory méa zdujemca zaujem.

Moze ist napriklad o névrh Cipu, pristup k PDK a EDA néstrojom, prototypovanie, testovanie,

advanced packaging, fotoniku, vykonovu elektroniku, materidlovy vyskum alebo odborné skolenie.

Zaroven je vhodné strucne si urcit, aky vysledok sa ocakava.
Mobze to byt napriklad névrh, prototyp, overenie technoldgie, testovacia séria alebo priprava
rie§enia na dalSie priemyselné vyuzitie.

2. ZARADIT SA DO VHODNEJ KATEGORIE POUZIVATELA

Pri prvom kontakte je uzito¢né uviest, do akej kategdrie organizéacia patri. To pomaha rychlejsie
urcit, aky typ podpory alebo pristupu je najvhodnejsi.

NajcastejSie kategorie su:
* SME / MSP — malé a stredné podniky do 250 zamestnancov
e start-up — spravidla MSP do 5 rokov od zaloZenia
¢ SMC - small mid-cap company, teda podnik do 750 zamestnancov
* large enterprise — velky podnik
* RTO - vyskumna a technologicka organizacia
* univerzita alebo obdobna akademicka institlcia

Téato kategorizacia je prakticka, pretoze kompetencné centré aj eurdpske infrastruktiry Casto
pristupuju k jednotlivym typom pouZzivatelov rozdielne.
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3. AKO PRVY KONTAKT VYUZIT SLOVENSKE CIPOVE KOMPETENCNE CENTRUM

Pre slovenské subjekty je najpraktickejsim prvym krokom obratit sa na SK CHIPS Competence
Centre.

SK CHIPS Competence Centre funguje ako narodny kontaktny bod a pomaha sprostredkovat
pristup k eurépskej polovodic¢ovej infrastrukture.

V praxi to znamen3, Ze zdujemcovi moéze pomaoct:
e zorientovat sa v ponuke pilotnych liniek a dizajnovej platformy,
e urcit, ktora infrastruktdra je pre jeho potreby najvhodnejsia,
e spresnit zadanie alebo technicku potrebu,
e odporucit dalsi postup a nadviazat kontakt s relevantnymi partnermi.

4. PRIPRAVIT KRATKY VSTUPNY OPIS PROJEKTU

Pred oslovenim SK CHIPS COmpetence Centre alebo samotnej pilotnej linky je vhodné pripravit si
struény opis projektu, idedlne v rozsahu priblizne jednej strany.

Mal by obsahovat najma:
* nazov organizacie a typ pouzivatela,
¢ Kkrajinu pévodu,
* stru¢ny opis technickej potreby,
* oblast pouzitia,
® ocakavany vysledok,
¢ predpokladany Casovy ramec,
¢ kontaktnu osobu.

Takyto podklad vyrazne ulah¢&i prvé postdenie a pomdze rozhodndit, &i je najvhodnejsia konkrétna
pilotna linka, dizajnova platforma alebo kombinacia viacerych sluzieb.

5. ZVOLIT VHODNY PRISTUPOVY KANAL

Po Gvodnom zhodnoteni si zaujemca vyberie spdsob, akym bude pokracovat.

MoZné su dve zakladné cesty:
¢ cez SK CHIPS Competence Centre, ktoré pomdze s navigaciou, odporuci vhodnu infrastruktaru
a sprostredkuje kontakt,
® priamo cez pilotnu linku alebo EuroCDP, ak je otvorena vyzva alebo dostupny kontaktny
formular.

V praxi sa teda zdujemca méze najskor poradit na narodnej Grovni a az nasledne pokracovat vo
formalnom kontakte s konkrétnou eurépskou infrastruktdrou.
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6. POCITAT S TECHNICKYM A FORMALNYM POSUDENIM

Po odoslani dopytu alebo prihlasky zvy¢ajne nasleduje postdenie, Ci je zdmer opravneny,
technicky realizovatelny a ¢i ma dana infrastruktira dostupnu kapacitu.

V tejto faze sa spravidla overuje:
* Ci projekt patri do tematického zaberu danej infrastruktary,
* i su pozadované sluzby technicky uskutocnitelné,
¢ i su dostupné kapacity, expertiza a potrebné technoldgie.

V niektorych pripadoch méze nasledovat aj doplnenie informécii alebo podpis dohody o
dbévernosti.

7. SPOLOCNE DOPRACOVAT KONKRETNY PROJEKT SPOLUPRACE

Ak je zamer predbezZne prijaty, d'alSim krokom je dopracovanie konkrétneho projektu spoluprace.
V tejto faze sa spresnuje rozsah sluzieb, technické zadanie, harmonogram, kontaktné osoby,
pripadne aj otazky ddvernosti, duSevného vlastnictva a pristupu k idajom alebo navrhovym
balikom.

Cielom je pripravit jasny a realizovatelny plan spoluprace medzi pouzivatelom a vybranou
infrastruktudrou.

SLOVENSKE CIPOVE KOMPETENCNE CENTRUM

Slovenské cipové kompetenéné centrum (SK CHIPS Competence centre) je narodnym
kontaktnym bodom pre podporu polovodicového ekosystému na Slovensku v rémci iniciativy
Chips for Europe.

Jeho cielom je prep3djat slovenské firmy, start-upy, vyskumné organizécie a univerzity s
eurépskymi infrastruktdrami, ako su pilotné linky a dizajnové platforma EuroCDP, a pomaéhat im pri
vyuzivani dostupnych nastrojov, expertizy a sluzieb.

Centrum zdroven poskytuje podporu pri orientacii v moznostiach, identifikdcii vhodnych
partnerov a nastaveni spoluprace na eurdpskej drovni.

SK CHIPS Competence Centre je budované ako narodné konzorcium, ktoré prepdja klic¢ovych
aktérov z oblasti vyskumu, inovéacii a priemyslu na Slovensku. Partneri konzorcia su:

¢ Slovenska centrum pre polovodice

¢ Slovenska technicka univerzita v Bratislave

¢ Slovenska akadémia vied

* Centrum vedecko-technickych informacii SR

Mate zdujem zapojit sa do eurépskych iniciativ v oblasti polovodi¢ov alebo vyuzit dostupné
sluzby pilotnych liniek a dizajnovej platformy?

Obréatte sa na SK CHIPS Competence Centre, ktoré vam pomédze identifikovat najvhodnejsie
moZnosti podla vasich potrieb a nasmeruje vas k dalsim krokom.

E-mail: info@skchips.sk
Web: https://www.skchipscompetencecentre.sk/
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